Componentes - Bornes de conexion
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de circuito impreso de montaje SMD
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Figura 1. Disefio sin
taladros, permite la fi-
jaciéon de nuestra placa
a cualquier superficie.
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Hoy en dia los disefadores de pla-
cas electrénicas se ven sometidos a
cada vez mayores exigencias en cuan-
to al ahorro de coste, reduccién de
espacio y fiabilidad, asi como placas
montadas sobre distintas superficies
como aluminio, vidrio o ceramica.

Estas crecientes exigencias han trai-
do consigo cambios en los procesos
de montaje de las placas de circuito
impreso. La tecnologia de montaje su-
perficial (SMT) tiene cada vez un mayor
uso practico frente al proceso clasico
de insercién (THT). El montaje super-
ficial SMT se ha posicionado como el
estandar establecido en la fabricacién
de componentes electrénicos.

La nueva gama de bornes LSF-SMD
de Weidmdiller para montaje superficial
ayuda a satisfacer todas estas necesi-
dades de disefo.

Practicar taladros y orificios pasan-
tes en las placas de circuito impreso es
un proceso que exige tiempo, ocupa
espacio y limita la libertad de disefo.
La amplia gama SMD de Weidmdiller,
con conexion directa PUSH IN, resulta
econdmica y amplia las posibilidades
de diseno. Los dispositivos de ilumina-
cién LED, por ejemplo, requieren con
frecuencia instalar disipadores de calor
de aluminio, que no permiten practicar
taladros.

El uso de dispositivos SMD libera
espacio en la parte trasera de la placa
de circuito impreso para montar otros
componentes adicionales. Esto permite
a los fabricantes de dispositivos, en el
mejor de los casos, disponer del doble

Figura 2. Diseno compacto a doble cara. Mas funcionalidad en menos espacio.

de espacio libre en la placa o poder
utilizar placas con la mitad de tama-
fio, lo que se traduce en un disefio de
dispositivos mucho més compacto.

La automatizacién del montaje es
una de las claves para la reduccion
de costes, y es aqui donde la calidad
de los materiales marca la diferencia.
Debemos tener en cuenta aspectos
como la absorciéon de humedad y la
estabilidad dimensional, claves para
conseguir un proceso automatizado
fiable y sin sobresaltos.

La nueva gama LSF-SMD de Weid-
muller satisface todas las exigencias del
montaje superficial de componentes
totalmente automatizado mediante
soldadura SMD. Dos terminales de
soldadura por polo garantizan una ele-
vada estabilidad mecanica de acuerdo
con IPCA 610 Clase 2.

El material aislante e indeformable
LCP, resistente a altas temperaturas y
con un nivel de humedad MSL 1, ofre-
ce una elevada estabilidad dimensional
y garantiza la coplanaridad en el pro-
ceso de soldadura reflow sin necesidad
de recurrir a una fase de secado previa.

Otra ventaja afadida de los bornes
LSF-SMD de Weidmdiller es su sistema
PUSH IN, la conexion por muelle de
Weidmdller que permite la insercién
directa.

Este sistema de conexién no re-
quiere herramientas y consigue un
contacto de gran fiabilidad. El pulsador
de extraccién integrado permite soltar
los cables con total sencillez y rapidez.
En comparacion con la conexién brida-
tornilloy directa, la tecnologia PUSH IN
reduce el tiempo de cableado un 70%
y un 40% respectivamente.

Figura 3. Las ayudas de montaje optimizadas garantizan una fiable recogida y colocacién por
succiéon en un proceso SMT totalmente automatizado.
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